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No-clean, halogenfreie, bleifreie Lotpaste

Beschreibung

LP 5707 ist eine no-clean, halo-
genfreie, bleifreie Lotpaste die
entwickelt worden ist flir das L6-
ten ohne Stickstoff und fir lange,
hohe Reflowprofile.

Zusatzlich neigt die Lotpaste ext-
rem wenig zu Létperlenbildung.

Die absolut halogenfreie Létche-
mie, verwendet in LP 5707
beugt Entnetzung vor bei hohen
Temperaturen und langen Profi-
len, auch wenn ohne Stickstoff
gelotet wird.

Die Lotpaste behalt lange Zeit
ihre Rheologie auf der Schablo-
ne, auch bei hoher und niedriger
Feuchte.

Verfligbarkeit

Legierung Metallgehalt

Sn96,5Ag3Cu0,5

Drucken:
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 glécss/:
Sn95,5Ag4Cu0,5

Dispensen:

Sn99Ag0,3Cu0,7

85%
Sn98,5Ag0,8Cu0,7
Sn95,8Ag4,2
Sn99,3Cu0,7

Andere Legierungen
auf Anfrage

Kérnung

Standard Typ 3
(25— 45p)

Typ 4 und Typ 5

verfugbar fir
bestimmte Legie- 1202: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg

rungen

AuBerdem ist die Chemie der
LP5707 entwickelt worden um
Lunkerbildung (Voids) zu reduzie-
ren.

Die Klassifizierung gemaf IPC und
EN ist RO LO.

Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

Gebinde

Dosen :250g/500g
Kartuschen:
60z: 500g/600g/700g

Spritzen: 5CC/10CC/30CC

Andere Verpackungen auf Anfrage
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RoHS

compliant

Mehr Information:

Reflowprofil P. 2

Profilempfehlungen P. 2

Produkthandhabung P. 3

Testergebnisse P. 3

Parameterempfeh- P. 4
lungen

Hauptvorteile:

e Geeignet flir hohe
und lange Profile oh-
ne Stickstoff

e Beugt die Entnet-
zung vor

e Hohe Stabilitat auf
der Schablone, auch
bei extremeren at-
mospharischen Be-
dingungen

e Geringe Neigung zu
Létperlenbildung

e Geringe Lunkerbil-
dung

¢ Geringe transparen-
te Rickstande

e Absolut halogenfrei
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Reflowprofil fir SAC, SnCu und SnAg Legierungen

Allgemein

LP 5707 ist entwickelt
worden um lange und
hohe Reflowprofile zu
bestehen, auch unter
atmospharischen Be-
dingungen ohne Stick-
stoff. Lineare und Stu-
fenprofile sind Beide
moglich. Ein Stufen-
profil kann dann erfor-
derlich sein, wenn
Temperaturunterschie-
de aufgrund vieler, un-

terschiedlicher Kompo-
nenten oder einer gro-
Ben Leiterplatte auszu-
gleichen sind, oder
wenn Lunker reduziert
werden mussen.

Im Praxis wird das Re-
flowprofil hauptsach-
lich bestimmt werden
von dem thermischen
Bedarf und den physi-
schen Eigenschaf-
ten/Einschrankungen
der Bauteile und Lei-

terplatten. Es ist emp-
fehlenswert die techni-
sche Spezifikationen
der Bauteile und Lei-
terplatte zu konsultie-
ren.

Eine korrekte Profil-
messung ist ebenfalls
wichtig. Empfehlens-
wert ist die Durchfiih-
rung von Temperatur-
messungen mit Hilfe
von Thermoelementen.
Dadurch werden die

Profilempfehlungen (SnAgCu, SnCu und SnAg Legierungen)

LP 5707 hat ein gro-
Bes Prozessfenster im
Reflow mit wenig Ein-
schrankungen. Unten
gibt es ein Paar Bei-
spiele von Profilen die
benitzt werden kén-
nen. Es ist empfeh-
lenswert die PeakT®
unter 260°C zu halten
und die Profillange
(von Raum- bis Pe-
akT®) unter 8 Min.

Vorheizung
Ab Raumtemperatur

mit einem Tempera-
turanstieg unter
3°C/s. Hohere Ge-
schwindigkeiten koén-
nen dazu fihren, dass
Komponenten Risse
bekommen durch zu
schnelles Verdampfen
aufgenommener
Feuchte.

Stufe

Generell zwischen
180°C-215°C und 0-
120s

Reflow

PeakT?® ist abhangig
von den LP- und Bau-
teilspezifikationen.
Flr eine ausreichende
Benetzung ist minimal
10Sek. Uber des
Schmelzpunkts der

unterschiedlichen
Komponenten (grofe,
kleine, temperatur-
empfindliche Bauteile)
sowie auch deren Lage
auf der Baugruppe
(seitlich, in der Mitte,
oder in der Nahe von
'Heat Sinks') erfasst.
So erhalt man ein un-
gefdhres Bild der Tem-
peraturverteilung auf
der Baugruppe im Re-
flow-Lotprozess.

Legierung empfehlens-
wert. Generell: 235°C-
250°C. Zeitdauer des
fllissigen Lotzustandes
generell: 45-90 Sek.

Abkiihlung

Maximum 4°C/s we-
gen unterschiedlicher
Ausdehnungskoeffi-
zienten der Materialen.
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Produkthandhabung

Lagerung
Die Lotpaste sollte im ges-

chlossenen Originalgebinde bei
einer Temperatur zwischen 3 -
7 °C gelagert werden.

Handhabung
Zur Vermeidung von Kondens-

wasserbildung Lotpaste vor
dem Offnen langsam auf Raum-
temperatur erwarmen lassen.
Vor Gebrauch gut aufrihren.

Drucken

Stellen Sie sicher, dass die LP
gut gegen die Schablone
druckt. Nicht mehr Rakeldruck
anwenden als notwendig um
eine saubere Schablone zu ha-
ben. Ausreichend Lotpaste auf-
tragen, damit die Lotpaste wah-

Testergebnisse

rend des Druckens gut rollen
kann. Regelmapig kleinere Men-
gen frischer Lotpaste beifligen.

Unterhalt

Regelmapige Reinigungsinter-
valle der Schablonenunterseite
flr die Gewahrleistung einer
kontinuierlichen optimalen
Druckqualitat festlegen. Dieses
Intervall ist von Leiterplatte und
den Umgebungsparametern ab-
hangig.

ISC8020 wird empfohlen als
Reinigungsmittel fir die Schab-
lonenunterseitenreinigung

GemaB IPC J-STD-004A/]-STD-005

Eigenschaft

Chemisch
Kupferspiegeltest
Halogengehalt
Silberchromat (Cl, Br)
Flussmittelbezeichnung

Klimatest

Oberflachenwiderstandstest (SIR) bestanden

Eigenschaft

Mechanisch

nach 15min
nach 4h

Lotperlentest

Benetzungstest

Formstabilitat nach 15min bei 25°C

nach 10min bei 150°C

Wiederholter Gebrauch

Gebrauchte Lotpaste nicht wie-
der in den Kihlschrank stellen.
Dose verschlieBen und in einem
geschlossenen Behdlter mit

wasserabsorbierendem Material
lagern. Vor erneutem Produkti-
onseinsatz die Lotpaste testen.

Sicherheit

Bitte immer das Sicherheitsda-
tenblatt des Produktes lesen.

Ergebnis Bemerkung

bestanden J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
kein

bestanden J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
RO LO J-STD-004A

J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Ergebnis Bemerkung

bestanden J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
bestanden J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
bestanden J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
bestanden J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
bestanden J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
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Parameterempfehlungen

Drucken

Geschwindigkeit: 20—150 mm/sec
Rakeldruck: 250g-350g/cm Lange
Bevorzugter Temperaturbereich: 15°C bis 25°C
Bevorzugter Feuchtigkeitsbereich: 25-90% r.F.
Bestilicken

Klebezeit: > 8 Stunden
I.C.T

Flying Probe testbar
Nadelbett testbar

Handelsname : LP 5707 No-Clean, Halide Free, Lead-Free Solder Paste

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschlieBend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stltzen sich nach bestem

Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Méglichkeiten, unter de-
nen die oben genannten Produkte eingesetzt werden kénnen, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine
Garantie Uber die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit
der Produkte fiir den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzufiihren. Die Daten des oben
angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Ge-

wahrleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:
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